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高精度芯片型塑封NTC热敏电阻器研制项目通过验收
  文章来源：新疆理化技术研究所 发布时间：2010-08-16 【字号： 小  中  大 】 

8月12日，由中科院新疆理化技术研究所承担的乌鲁木齐市科技创新种子基金项目“高精度芯片型塑封NTC热敏

电阻器研制”通过了验收。 

该项目于2008年由乌鲁木齐市科技局立项，为新产品研制项目。专家组聆听了项目组工作成果汇报，核实了研

制成果及样品、项目经费使用情况等，并就产品成果的产业化前景等问题进行了询问。最后，专家组一致认为，该

项目圆满完成了预期目标，而且培养了新的技术人员，达到了创新种子基金项目的支持目的，项目通过验收。专家

组还提出了加快产业化步伐，进一步完善生产设备，提高生产效率和成品率的可行性建议。 

新疆理化所副所长崔旺诚参加了项目验收会。 
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